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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de Ia technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I’établisse-

- ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus

auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI
® Annuaire de la CEI

o Catalogune des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, Ie lecteur se repor-
tera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres sépaie,
traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général éta 166
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre
demande.

quement approuvés aux-fihis de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-

verture, qui énumérent les publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Essais mécaniques et climatiques

PREAMBULE

accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internations

La préseate no
ducteurs.

scrutin.

" Les informations relatives aux dispositifs discrets et aux circuits intégrés qui figurent déja dans les
Publications 147 et 148 sont incorporées aux Publications 747 et 748 de la CE L.

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figuraient auparavant dans les
Publications 147-5 et 147-5A sont incorporées a la présente Publication 749.

Cette norme sera tenuc a jour en révisant et en ¢élargissant son texte parallélement a la poursuite des
travaux du Comité d’Etudes n® 47 pour tenir compte des progreés effectués dans ce domaine.

Note. — Les Publications 747 et 748 annulent et remplacent, au fur et 3 mesure de la parution de leurs différentes parties, les
Publications 147 et 148.

Cette publication annule et remplace les Publications 147-5 et 147-5A.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

Material concerning discrete devices and integrated circuits, previously found in Publications 147 and
148, are included in I E C Publications 747 and 748.

Material concerning mechanical and climatic test methods, previously found in Publications 147-5
and 147-5A, are included in the present Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work in Technical
Committee No. 47 continues and takes into account advances in this field.

Note. — Publications 747 and 748 supersede and replace, as their different parts are published, Publications 147 and 148.

This publication supersedes Publications 147-5 and 147-5A.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE I: GENERALITES

1. Domaine d’application et but

n’ayant pas de cavité interne.

Note. — Un dispositif n’ayant pas de cavité interne est un dispositi
direct avec toutes les surfaces exposées de 1’élément actife
sa fabrication.

¢ Dispositifs 4 semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés; et 748:
semiconducteurs — Circuits intégrés.

4. Conditions atmosphériques normales

Référence: Publication 68-1 de la C E I, cinquiéme édition (1982), Premiére partie: Généralités et guide.

Sauf spécification contraire, toutes les épreuves et les reprises doivent étre effectuées dans les
conditions atmosphériques normales d’essai, comme elles sont définies dans la Publication 68-1
de la CEI au paragraphe 5.3:

température : comprise entre 15 °C et 35 °C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, §’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Mechanical and climatic test methods

CHAPTER I: GENERAL

1. Scope and purpose

This standard has taken into account,
mental Testing Procedures.

2. Object

C Publications 68: Basic Environmental Testing Procedures; 747:
Discrete Devices and Integrated Circuits; and 748: Semiconductor

Devices — Intégrated Circuits.

4. Standard atmospheric conditions
Reference: 1 E C Publication 68-1, fifth edition (1982), Part 1: General and Guidance.

Unless otherwise specified, all tests and recoveries shall be carried out under standard atmo-
spheric conditions for testing, as defined in I E C Publication 68-1, Sub-clause 5.3:

temperature: 15°C to 35°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
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Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesure doivent étre effectuées dans
les conditions atmosphériques suivantes:

température: 25 £ 5°C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Les essais d’arbitrage doivent étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: 25+ 1°C;
humidité relative: comprise entre 48% et 52%;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Avant d’effectuer les mesures, les spécimens doivent &tre laissés au repos jusqu’a ce que
I’équilibre de température soit atteint. La température ambiante péndaniNles mesures doit étre
notée dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les spécimens ne doivent pas étre expose une lumiére

vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une €

S. Examen visuel et vérification des dimensions

5.1 L’examen visuel doit porter sur:

Si Pon’ne retient comme critéres que la limite supérieure de la spécification et/ou sa limite
inférieure, on laisse 4 la discrétion du fabricant de déterminer siI’on doit faire, ou non, des mesures
initiales. Mais des mesures initiales doivent étre effectuées si I'on utilise la valeur initiale d’'un
dispositif individuel comme critére.

6.4 Mesures devant étre effectuées pendant I'essai climatique ou mécanique
A indiquer, s’il y a lieu.

6.5 Mesures finales

Lorsque I’essai figure dans la spécification particuliére en tant que partie d’'une séquence (sous-
groupe) d’essais, les mesures ne sont a faire qu’a la fin de la séquence. Pour certains essais, tels que
la soudabilité ou la fatigue des sorties, des dispositifs présentant un défaut électrique peuvent étre
utilisés.
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All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, how-
ever, be carried out under the atmospheric conditions:

temperature: 25 + 5°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
Referee tests shall be carried out under the following standard atmospheric conditions:
temperature: 25+ 1°C;
relative humidity: 48% to 52%;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).

Before the measurements are made, the specimens shall be stored until temperatureeguilibrium
is reached. The ambient temperature during the measurements shall be

report.

During measurement, the specimens shall not be exposed to drayght

influences likely to cause error.

5. Visual examination and verification of dimensions

5.1 Visual examination shall include:

nder consideration);

5.2

5.3 i i i 1 he canducted at a magnification between 3 x

If upper specification limit and/or lower specification limit criteria are required only, it is left to
the discretion of the manufacturer whether initial measurements are made or not. Initial measure-
ments shall be made where individual values for an individual device are a criterion.

6.4 Measurements monitored during environmental testing
To be stated, where appropriate.

6.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of tests,
measurements are required only at the end of the sequence. For certain tests, such as solderability
or lead fatigue, electrically defective devices may be used.
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CHAPITRE II: ESSAIS MECANIQUES

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boitier. Les essais applicables
correspondants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

1. Robustesse des sorties

Référence: Publication 68-2-21 de la CEI, quatriéme édition (1983), Deuxiéme g
sorties et des dispositifs de fixation.

Bssai U: Robustesse des

1.1  Traction

Lorsde Yexamen visuel qui suit la fin de I’épreuve, en utilisant un grossissement de 10 x a 20 x,
on considére comme défaut toute trace de félure autre que dans le ménisque du scellement, de
rétrécissement de la sortie ou de déplacement de la sortie par rapport au corps du dispositif.

1.4 Couple

1.4.1 Essai de couple pour les embouts filetés ‘

Cet essai est conforme a I’essai Ud, avec les exigences spécifiques suivantes:

Le dispositif est considéré comme défectueux si I’un des cas suivants se produit:

— I’embout fileté se brise ou s’allonge de plus d’un demi-pas;
— il y a manifestement un arrachement du filetage ou une déformation de ’embase;
— le dispositif ne satisfait pas aux mesures électriques aprés essai, s’il y a lieu.
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CHAPTER II: MECHANICAL TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation. The
relevant specification shall state which tests are applicable.
1. Robustness of terminations

Reference: 1EC Publication 68-2-21, fourth edition (1983), Part 2: Tests — Test U: Rob
Integral Mounting Devices.

and

1.1 Tensile

In Sub-clause 2.6, read:

After test, examine under 3 x to 10 x magnificati

1.2 Bending
This test shall be in ac
In Sub-clause 4.2, Mg

the conﬁguratio@t ;

1.3 Torsion

or dual-in-line and similar packages, where
or impracticable to use Method 1.

This test

Meth
Met

aceQ e with Test Uc, with the following specific requirements:

08

s

Method B shall be used.

Failure criterig

When examined wsing 10 x to 20 x magnification after removal of the stress, any evidence of
breakage, other than in the seal meniscus, loosening, or relative motion between the terminal lead
and the device body shall be considered as a device failure.

1.4‘ Torque

1.4.1 Torque test for studs
This test shall be in accordance with Test Ud, with the following specific requirements:
The device shall be considered as a failure if any of the following occurs:

— the stud breaks or elongates more than one-half the thread pitch;
— there is evidence of thread stripping or deformation of the mounting seat;
— the device fails electrical measurements after test, if applicable.
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1.4.2 Essai de couple pour les sorties — Nouvel essai (appelé Ud,)
1.4.2.1 Objet

Cet essai a pour but de vérifier ’aptitude d’une sortie a résister a des torsions qui peuvent lui étre
appliquées au cours d’inspections ou de dépannages aprés montage dans un matériel.

1.4.2.2 Méthode d’essai

Le composant est fermement maintenu et on applique lentement a la sortie a essayer une torsion
jusqu’a ce que I'angle de torsion soit de 30 = 10°, ou un couple jusqu’a une valeur spécifiée,
Papplication cessant dés que 'une de ces conditions est atteinte.

On remet alors la sortie dans sa position d’origine. Un couplede 1,4 x10-2 + 1,4x10—3 N-m
est appliqué a la sortie a une distance de 3,0 = 0,5 mm a partir d ou @ moins de 1 mm
de 'extrémité de la sortie si elle fait moins de 3 mm.

Le couple est appliqué dans chaque sens.

Lorsqu’un composant a des sorties mises en forme pré§ peut €tre appliqué a
ppPi1q

3,0 = 0,5 mm a partir du point ou la sortie est mjise

1.4.2.3 Mesures finales

a 10 x. Refuser le composant

Apreés I'essai, faire un examen visuel sous gro
i sortie ou de déplacement de la sortie

§’il y a évidence de cassure de lasortie, d¢
par rapport au corps.

Note. — Lorsque la distance d’'immersion au plan de siége du composant est inférieure a 1,5 mm, d’autres critéres de
défaillance peuvent étre envisagés et ils doivent €tre spécifiés.

— Si la méthode 2 est choisie:
Les sorties sont soumises a la méthode du fer a souder, en prenant la panne de forme A. La
distance du fer a souder au corps du composant est celle qu’indique la spécification particu-
liére; le temps d’application du fer a souder est de 3,5 + 0,5 s.

— Si la méthode 3 est choisie:

Les sorties sont soumises a la méthode de la goutte de soudure. Elles sont essayées a un point
situéa 5 = 1 mm du corps du composant. Le fil doit é&tre mouillé par la soudure en moins de
2,5s.
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1.4.2 Torque test for leads — New test (called Ud,)
1.4.2.1 Object

To determine the ability of a termination to withstand twisting which may be applied during
inspection or servicing after installation.

1.4.2.2 Test method

The component shall be held rigidly and a torque or twist shall be applied slowly to the
termination being tested until the twist angle reaches 30+ 10° or the specified torque is achieved,
whichever condition occurs first.

The termination is then returned to its original position. A torque of 1.4x 10—2 —3N'm
shall be applied to the termination at a distance of 3.0 = 0.5 mm from the bg
from the end of the termination, if it is shorter than 3 mm.

The torque shall be applied in each direction.

any evidence of termination breakage, l¢
the body.

Number and selection @

1.4.2.4 Information to be given in the relevant sp%’

2. Soldering

Reference: IEC Pun 68

2.1 Solderability

This test 8 with Test Ta, with the following specific requirements:
— Whe
Term o the solder-bath method. The terminals are immersed in the bath to
within 1. other distance, as specified in the relevant specification, from the seating

Note. — When the immersion distance is closer than 1.5 mm to the seating plane of the device, then alternative failure
criteria may apply and shall be specified.

— When Method 2 is selected:

Terminals are subjected to the soldering-iron method, using the soldering-iron bit size A. The
distance of the soldering-iron application from the body of the component shall be as specified
in the relevant specification; the time of soldering-iron application shall be 3.5 + 0.5 s.

— When Method 3 is selected:

Terminals are subjected to the solder globule method. The terminals are tested at a point
5 = 1 mm from the body of the component. The wire shall be wetted with solder within
2.5s.
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